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1. Hierarchicka struktura, distribuované a vicelrovnové systémy fizeni a jejich dekompozice, dlivody
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nasazeni.

Hlavni metody popisu prvkd a subsystém technologickych procest (statické a dynamické vlastnosti
prvkd méficich a Fidicich systému). Zakladni pojmy — citlivost, presnost, casova konstanta, perioda
vzorkovani, kvalita regulace.

Senzory a prevodniky - struktura a vlastnosti, rozsah, presnost, fyzikalni principy a parametry
senzord.

Metody a snimace pro méreni rozméru, délky, pfitomnosti objekt(l, polohy, vysky hladiny kapalin
a sypkych material( (principy hlavnich typt snimacq, rozsahy, chyby, priklady aplikaci).

Metody a snimace pro méreni priitoku a tlakd plynl a kapalin (principy a provedeni snimaci,
srovnani vlastnosti, rozsahy, priklady pouZiti).

Metody a snimace pro méreni teploty a tepla (fyzikalni principy a typy snimac, porovnani vlastnosti,
kontaktni a bezkontaktni méfeni, rozsahy a priklady pouziti).

Metody a snimace pro méreni rychlosti, otdcek, hmotnosti, sil, krouticiho momentu a vibraci
(zakladni principy a typy snimac, rozsahy, priklady pouZiti).

Unifikace signald ridicich systéma (¢leny pro zesileni signald, ¢leny pro unifikaci signald, ruseni
signald, priklady ...).

Rozhrani fidicich systém( v pramyslu (typy vstup/vystupnich signal(, prevodniky A/C, C/A, struktura
a vlastnosti, zplisob spojeni s PC, pfiklad realizace v technologickém pocitacovém systému IPC).

Regulatory, IPC, (popis vnitfni struktury, moznosti konfigurace, rozhrani, ...).

Vyvojova prostredi pro programovani jednocipovych procesor( fady PIC, popis vlastnosti, (ne)vyhod
jednotlivych prostredi.

Obvodové prvky pro zpracovani el. signdll (operacni zesilovag, tranzistor, dioda, ...) v€etné popisu
zakladnich zapojeni s operacnim zesilovaéem.

Vykonové prvky pro spindni akénich €lent (tranzistor, tyristor, relé, stykac, ...).

Ridici poéitaée IPC (architektura, technické a programové vybaveni, zp(isoby pfipojenf
k technologickému procesu, soucasné trendy v této oblasti).

Logické ulohy (postup feseni kombinacnich a sekvencnich logickych uloh, ptiklad ...).

Prvky pro logické zpracovani informace (logické obvody, hradla, spinace/kontakty, klopné obvody,
obvodové prvky).

PLC — vnitini struktura programovatelnych logickych automatut, popis jednotlivych ¢asti,
kompaktnich a modularnich PLC, priklady PLC, komunikacni moZnosti, nasazeni v hierarchické
strukture fizeni.

PLC - programovaci jazyky zaloZzené na liniovych a blokovych schématech a pfimém programovani
(popis na prikladech, vyhody, mozZnost konverze mezi jazyky, ...).
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19. SCADA/MMI systémy (poufZiti, prostredi, vlastnosti, vyhody, nasazeni systéma v hierarchické
strukture fizeni, vazby, programovatelnost a otevienost systému, fizeni v redlném case ...).

20. Pfenos informace na malé vzdalenosti — meziobvodova komunikace (12C, SPI, ¢islicové prenosové
systémy a sbérnice).

21. Jednocipové pocitace (zakladni vlastnosti, vnitfni struktura, moZnosti konfigurace, komunikace,
implementované moduly, ...).

22. Instrukéni sada jednocipovych pocitacd fady PIC, jednoduchy aplikacéni ptiklad — vysvétleni vybranych
instrukci, ... .

23. Informacni vazby hierarchické struktury fizeni, architektura, vlastnosti a vyuziti pocitacovych siti
(model sitové struktury OSI, pocitacové sité LAN-MAN-WAN, odolnost proti ruseni, primyslové
pocitacové sité, bezdratové sité WLAN, priklady poufZiti).

24. Pohony a akéni ¢leny (rozdéleni, struktura, vlastnosti, srovndni, zplisoby jejich Fizeni).
25. MEMs systémy (vnitfni struktura, vystupni signdly a moznosti prenosu namérenych dat, vzorkovani,

priklady pouZiti).
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